Prozess- und Lotfehler in alphabetischer Reihenfolge

Abheben des Lotkegels (fillet Lifting)........cccoccevevriiinnnniceecetrecre et 19
Abheben des Lotrings (pad Lifting) ........ccccoorevrririinieercsernrre st 2]
Ablegieren der Metallisierung (component termination leaching).............cccecverercreennan. 23
Abldsen des Kupfers (copper leaching) ..........c.coveviveerevennrnccnrseceee e 25
Abreiflen eines Bauteils (joint pull test)..........ceovueeieicreirieireieieeeeiee et ensnens 28
Absacken des Druckbilds einer Paste wegen erhéhter Temperatur (hot slump)................. 37
Absacken des Druckbilds einer Paste bei normaler Temperatur (cold slump)................... 37
Asymmetrisches Aufschmelzen (asymmetric reflow).........c.ccoeoriiiiinicicieiecieeee e 39
Aufdochten (WICKing) .......coooirieie et ne 41
Aufschwimmen von bedrahteten Bauteilen (component 1ifting) ..........cocceveeeiveerirerniennns 43
Ausbacken der Leiterplatten (board baking)..........coecveeetreeennnsnineinnninensetereeeeeveeseenens 45
Ausbluten (Auslaufen) der Flussmittelkomponente aus der Paste (flux bleed).................. 48
Ausgelassene LOtStElle (SKIP)......c.vveerievereeeireeree et sie ettt er s sr s st ne 49
Ausgerissene Pads (pad Cratering) ..........cccoccvevevnvnrinnnerssesnerseesesesssssssessssssassenes 53
Bauteile am Rand der Leiterplatte (component next to €dge)..........oeuerveeineecnceereverenenenens 55
Bauteilkdrper in Paste (component‘s body in paste)...........ccvoveceeverrereeererrrererersrsrereerseeseens 59
Beschweren von Bauteilen (adding weights to cOmponents)........c..cc.cocceveerceccencenenierensnnnns 60
BGA-Abwandern beim Reflow (BGA float away)..........cccevvereerverreenrecsunsresrerersessessenssenns 64
BGA-Reparatur (BGA-TEPAIT) .......ccccovvetrirtirirtenerirsererteees s ses s see s e e sesseses s sassesssensnsssssens 65
Blasenbildung des Létstopplacks (solder mask blistering)..........covevvvvvereeeveeenceneresneennnen. 66
Blasloch, auch Ausgaser (blow hole) ..........cccocervceineenieieeeee e 67
Bohrgenauigkeit (drill center acCuUracy).......ooevivereciecesecreieeeece et 73
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Bruch an der Schulter eines J-Bauteils (crack at the shoulder of the j-package)............... 75
Bruch eines Bauteils (crack in COMPONENLS).......cccveerereriererererecrseerearssinironsesenronsesanreerees 77
Bruch in der Lotstelle (crack in the joint) .........cocceceiineniecieniinnienn e 87
Briiche in den Lotstellen (JOint fracture)...........cccoceveeieieiererimneererrcceerenere e seeeesesecvnens 89
Briicke (DridZE) ...c..coeeeiiiiiiiriiiic et ettt e 91
Delamination (delamination) ............ccceveierrercreeseenceeneeiesirs e rsnee e eessetesesesessesesenans 98
Dendriten (dendrites) .........coiiirerreirrrrtce i 101
Durchgeschobene Paste (paste pushed through).........c.ocvivioncnncniniiiinns 104
Eingesunkene Lotstelle (sunken joint, shrink hole) ..........c.ocorrccvniiiicniniiniiccenniinens 105
Elektromigration (€lectro MiGTation) ...........cccveeveerurereesserrnrrererescrsesessseescsessessessessaes 107
Elektrostatische Entladung (ESD electrostatic discharge)..............c.ccoveveecennceieceevennnenns 110
Endoberflichen (Surface finish) ...........ocvoeciieeeceninsieirnrerce e sereees et esseseeieenene 112
Entnetzung (deWetting) ........cccvceiriiemieinininireie ittt 119
Falsch platziert (badly placed) .......c.ccooieviereniiniiiecie e 121
Falsches Profil (wrong profile) ..ot 124
Fette Lotstelle (eXCeSS SOIART) .....coueureuirraieirrccrrrercrrcereee ettt st s n e es 126
Feuchtigkeitsempfindliche Bauteile (moisture sensitive device — MSD).........ccocovurueune 129
Flaggen (flagS) ....ccoeccerereerererernetrrsterer e er e e e s e et st s s e s n e e 134
Flussmittelreste (fluX reSIAUES) .........cveevueeirierreneesieeee et 136
Freies Kupfer (€Xp0oSed COPPET) «...coveirreirieriricreinereeseeseseseeseesensesessasesesesessensssenesaressareses 140
Freiraum um Bauteile (space around COMPONENS) ........cccveeerrenveruessenenerersesseeseraeranesenas 145
Gehobenes Anschlussbein (raised 1ead)..........ccocecevirrinirrrrernee e 148
Glasiibergangstempertur (Glaserweichungspunkt) (T, glasstransition temperature)....... 151
Grabstein (tombstoning, manhatten effect, drawbridging) .......c...cccennriniinicncnninnenene 154
Haarkristalle (WhiSKer).........cceviviiiiieniiinini ittt 156
Haftungsprobleme bei RoHS Leiterplatten (epoxy bonding problems)...............cccceu..e. 159
Handdesinfizierer — Pflegemitte] (hand sanitizers) ...........ococenvrrccniinnnicnnnnnnisionininns 161
HASL-Dicke (thickness 0f HASL) ........ccoiirerniiee et e 163

HeiBluftmesserfehler (air-knife defects) .........cccoeeneeneicneicnien e 168
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Kartoffelchips (potato chipping)........ccoeooriiiinieceetc e 172
Klebfehler (adhesive problem).........cccovieeieerercrriinieteseeesee oo sseas e ssas e e nes 173
Kopf-in-Kissen (head-in-pillow)...........c.cccerrurvenrinrennneennnirereisnsrersesssesesessnnreseosessanens 180
Koplanaritéit (COPlANArity) ........c.ccecceveeiriireirciececr e erer e vt ri e rreseee e e ase s s sr s 182
KOITOSION (COTTOSION) .....eouricriereuiece e v ra e e ere e e etase e s s et e s rena s et e n e et e e vananas 186
KIAtZE (AIOSS) ... ceovereeiieeeeiiec e terare e saeescesssntasssssessaaassaseessesseesanassessssssssssesssesansesessnasass 189
Kristallisierte Lotstellen (crystallized JOINtS).......ccovoeecrvureieceriecierenceei e reeeee e ereeeneenes 192
Kupfer-Ablegierung (copper leaching) .......c..cccoceveririieciniirinenreecre et 193
Lack in Steckerldchern (conformal coating in connector holes) .......c.ccoccovueerrerrvcreencne 195
Lagerung von Bauteilen (COMPONENt SIOTAZE) ......ccceverevevererrrermrinrerrresesesersssesssesrsssessenres 197
Lagerung von Lotpaste (storage of solder paste) .........c.ccouvvevrcererineceniniecnceereseece e 199
Lot haftet am Bauteilkorper (solder adheres to component body).............ccoecveecreennee. 202
Lotkugeln (SOIAEr DALS) ........cceoeevemieeceeieieicecteeeee ettt eev e ettt ea et nenens 203
Lotperlen (mid-chip balls, auch mid-ship solder balls

witzige Wortpragung solder beading) ..........coeeerverenerreeeernivrnerermvnnsnssesereseesssnanssesesssssanens 209
Lotraub (SOIder rObbINg) ......c.cuovrovivinirmnrisiieinasiieneeniier et seresesesrseesesesessesesessessananes 212
Lotstellenabriss (fillet HHNE)........cocoevreeenrreneessstcene s ssssss e sesssssesens 214
Liicke (ROt 1OUCHING) ...coeueeieirieire ettt ettt e s 215
Luftfeuchtigkeit (MUMAILY)........c.ooveiiereieieeeeeie et ea e ve e e e e e e e benens 216
LUNKET (VOIAS) ... eeeetrerteteerereteveoneste st easeet et e ae et e st e srt et e e st et e e eae s e e e e e seenasmranesenasanene 222
Mangelnder Durchstieg (insufficient hole-fill}..........cccovinmincrinriecreeeee e 235
Matte Oberfldche (dull SUITACE) ......ovveeeiece et eee 237
Mikrokugeln (Micro-balls)........ccecieriricrciiienrnte e e 240
Monokristalle (WhiSKET) ......cccuieuerieiierieiencrtece st ere et csbe ettt et 242
Nicht aufgeschmolzene Paste (solder paste not reflown).......c.cccocevreeeiceercrennennseeeccnneens 244
Nicht-Benetzung (NON-WELHNE) .......cccocvetrertrreerriretareseerereeiessesereeseeseseeesessesesssasssasesseses 246
Nicht-Benetzung von BGA-Kugeln (BGA solder balls non-wetting)........c.coocecevenvvvnneene 247
Nutzentrennen (depanelizing) ..........coevceviverriererccrrierninnetneserse e seer st st es 248

Orangenhaut (0range Peel).......cooviiieneniierrienrerecr ettt 255
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POPCOTN (POPCOIM) .voevrrniniies sttt s 256
Schlechte Benetzung (bad WEHNE)..........c.vvvvvererererirereriereieeret oot cerencsseessessines 259
Schlechter Pastendruck (IMISPIINES).......c.cecvveereerrecrerirrenriereneeeserrerereseserssesesmeseesesiosions 261
Schutzlackierung (conformal COating)...........ccecrererrreerirerrurerserersrerrereeesesesssesessesessenes 267
Schwarzes Pad (black pad).........ccccvverienicineniinirre et 270
Streifige BGA-Lotkugeln (striated BGA solder balls)........c..cccovreeeenceennncnnncerecienencne 272
Traubenform (BIAPINE)......c.cccrrerercereriererierenrersrereresesresesteesassasessssressareseresessessasenerseserns 273
Unzureichender Durchstieg (insufficient barrel fill) ..o 276
Verdrehtes D-Pak Bauteil (skewed D-Pak component)...........cccceveeriennennsecnccneeneronnenes 282
Verfarbung (disCOIOration) .......c.c.cicreiriieieiciitirie et st saneneene 284
Verfarbung der Silber-Endoberfidche (immersion silver contamination) ............cc.ccu..c... 285
Verkohlte Riickstidnde (charred reSidue) .........oocvviiivicicrnercnesensivnnnssee e 286
Verschobenes Bauteil (SMT component shift) .........cccoccvviniviienniennrennenensesiineesenceenes 287
Versetztes Bauteil (component shifted)...........ccooeeevnninncnnnecerrererr et 290
WeiBe Riickstinde (white reSIdUES) .............ccoveeeueeieeeieeieieeetieseee e see e e sesssnasesse s 291
28pfen (ICICHNE).....ccceieeeeeere ettt ettt ettt sosr e et e st e seeaesanonsaenenens 294
LIEIatUL ...ttt ettt et st st e s 296
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